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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Montie- 
ren elektronischer Komponenten gemaQ dem Oberbe- 
griff des Patentanspruchs 1. 5 

Ein gut bekanntes Beispiel einer ublichen Vorrich- 
tung zum Montieren elektronischer Komponenten ist in 
Fig. 25 gezeigt GemaQ der Figur weist ein elektroni- 
scher Komponentenpack 50 (paketierte elektronische 
Komponenten), aufgereihte elektronische Komponen- io 
tenhaiter 52, die durch ein Schutzband 54 bedeckt sind, 
und elektronische Komponenten 51 auf, die in Eingriffs- 
raumen 53 erfaGt sind, welche durch zwei benachbarte 
elektronische Komponentenhalter 52 und das Schutz- 
band 54 geformt sind. Indem man durch intermittieren- 15 
de Bewegung den elektronischen Komponentenpack 50 
in der Richtung gemaQ dem Pfeil 59 und das als Schutz- 
bedeckung dienende Schutzband 54 durch eine Walze 
60 bewegt, wie dies in der Figur dargestellt ist, wird das 
Schutzband 54 abgenommen, und dadurch werden die 20 
elektronischen Komponenten 5t exponiert Dann wird 
eine Saugduse 55 abgesenkt, urn jeweils eine elektroni- 
sche Komponente 51 anzusaugen, und dann wieder an- 
gehoben, urn die Komponenten eine nach der anderen 
herauszunehmen. Danach werden die elektronischen 25 
Komponenten 51 auf ein nicht dargestelltes Substrat 
iiberfuhrt AuGerdem ist auch ein elektronischer Kom- 
ponentenhalter 52 bekannt, der ein Klebeband anstelle 
der Eingriffsraume 53 aufweist. Ferner ist auch noch ein 
elektronischer Komponentenhalter 52 bekannt, in dem 30 
verstreute bzw. vereinzelte elektronische Komponen- 
ten 51 auf ein Tablett oder einen Trog (nicht dargestellt) 
uberfQhrt und durch die Saugduse 55 herausgenommen 
werden. SchlieQlich ist auch noch eine Vorrichtung zum 
Montieren elektronischer Komponenten gemaQ Fig. 26 35 
bekannt. GemaQ der Figur werden die elektronischen 
Komponenten 51 auf ein Halteblatt 56 gelegt, welches 
durch einen beweglichen Rahmen 57 aufgespannt ist 
und Elastizitat sowie Haft- oder Klebefahigkeit auf- 
weist, und wenn eine ausgewahlte elektronische Kom- 40 
ponente 51 gerade unter der Ansaugduse 55 zu liegen 
kommt, wird das Halteblatt 56 durch StoQstifte 58 nach 
oben gestoQen; dadurch wird die jeweilige elektroni- 
sche Komponente 51 von dem Halteblatt 56 gelost und 
durch die Saugduse 55 angesaugt, urn dann herausge- 45 
nommen zu werden. 

Andererseits zeigt die japanische geprufte veroffent- 
lichte Patentanmeldung Sho 61-30 737 ein Verfahren 
zum Montieren elektronischer Komponenten, bei dem 
die elektronischen Komponenten 120, die mit Kontakt- 50 
warzenelektroden 121 versehen sind, auf leitfahigen An- 
schluQstellen 125 eines eine gedruckte Schaltung bilden- 
den Substrats 124 durch intermetallische Bindung fixiert 
werden. Das in den Fig. 27(A), 27(B) und 27(C) veran- 
schaulichte Verfahren zum Montieren elektronischer 
Komponenten mit intermetallischer Bindung weist die 
folgenden Schritte auf: 

- Halten der elektronischen Komponenten 120 
auf einem Klebeblatt 123, 

- In-Beruhrung-Bringen der Kontaktwarzenelek- 
troden 121 mit den leitfahigen AnschluQstellen 125 
des die gedruckte Schaltung darstellenden Sub- 
strats 124 mitsamt dem Klebeblatt 123, indem man 
ein Werkzeug 126 herabfallen laQt, das mit einem 
Hohlraum 126A bzw. einer entsprechenden durch- 
gehenden Aussparung versehen ist, 

- Andrucken der jeweiligen elektronischen Kom- 
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ponente 120 gegen die jeweilige leitfahige An- 
schluGstelle 125 des die gedruckte Schaltung bil- 
denden Substrats 124, indem man einen entspre- 
chenden Haltestift 127 das Klebeblatt 123 durch- 
dringen laBt, 

- Abpellen der jeweiligen elektronischen Kompo- 
nente 120 von dem Klebeblatt 123 durch Anheben 
des Werkzeugs 126 und des Klebeblatts 123, 

- Abtrennen der jeweiligen elektronischen Kom- 
ponente 120 von dem Klebeblatt 123 ohne uner- 
wartete Bewegung durch Separieren des durch- 
dringenden Haltestifts 127 von der jeweiligen elek- 
tronischen Komponente 120, und 

- intermetallisches Verbinden der Kontaktwar- 
zenelektroden 121 der jeweiligen elektronischen 
Komponente 120 mit der jeweiligen leitfahigen An- 
schluBstelle 125 des die gedruckte Schaltung bil- 
denden Substrats 124 durch beruhrendes Eingrei- 
fen eines Verbindungswerkzeugs, das in den Figu- 
ren nicht dargestellt ist. 

Nun benotigt die oben anhand der Fig. 25 und 26 
jeweils beschriebene Vorrichtung zum Montieren elek- 
tronischer Komponenten 51 viele Schritte zum Montie- 
ren der Komponenten auf das Substrat mittels der 
Saugduse 55, namlich den Ansaugschritt, den Obertra- 
gungsschritt und den Montageschritt. Demzufolge ist 
die Betriebsweise des Montierens uneffizient, und insbe- 
sondere dann, wenn eine elektronische Komponente 51 
sehr schmal oder klein ist, besteht die Wahrscheinlich- 
keit, daO die Ansaugung mittels der Saugduse 55 ver- 
sagt. 

Andererseits weist zwar das in der genannten Vorver- 
offentlichung Sho 61-30 737 beschriebene Verfahren 
nur wenige Betriebsschritte auf, da die elektronischen 
Komponenten 120 direkt auf das die gedruckte Schal- 
tung bildende Substrat 124 montiert werden, und es 
besteht auch keine Moglichkeit einer Fehlansaugung. 
Indessen wird das Verfahren nur zur Montage mit inter- 
metallischer Bindung verwendet. Wenn ferner das Kle- 
beblatt 123 expandiert, schrumpft oder durch den Halte- 
stift 127 zum Zeitpunkt der Montage gebrochen wird, 
kann es auch dazu kommen, daQ andere elektronische 
Komponenten 120 nur noch unstabil gehalten werden, 
wodurch die Genauigkeit der Positionierung schlechter 
wird. 

Es ist eine Vorrichtung gemaQ dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 bekannt (US- PS 37 65 845), bei wel- 
cher das Halteelement ein flexibler Streifen ist. Ein sol- 
dier Streifen kann aber beispielsweise zu dem Zeit- 
punkt, zu welchem eine elektronische Komponente 
durch Herausdriicken aus dem Halteloch auf dem Sub- 
strat montiert wird, brechen, was dazu fuhrt, daQ die 
anderen an dem Streifen gehaltenen elektronischen 
Komponenten nur noch instabil gehalten werden. Hier- 
durch wird wiederum die Genauigkeit der Positionie- 
rung und der Montage der elektronischen Komponen- 
ten auf dem Substrat geringer bzw. schlechter. Weiter- 
hin erfolgt bei dieser bekannten Vorrichtung das Nie- 
derdrucken der elektronischen Komponenten mittels 
eines einzigen Stempels. Hierbei besteht der Nachteil, 
daQ wahrend des Niederdruckens eine Verschiebung 
oder Verkantung der elektronischen Komponente auf- 
treten kann, wodurch die Montage ungenau wird. 

Es ist auch eine Transporthalterung zum Obertragen 
mindestens einer elektrischen oder elektronischen 
Komponente zu einer Leiterplatte bekannt (DE-OS 
31 44 879), wobei die Transporthalterung mindestens ei- 
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nen Halter fiir die Komponente aufweist, der in Offnun- 
gen einer Zentrierplatte derart eingeschoben wird, daB 
die Komponente an dem Halter, an dem sie durch Un- 
terdruck gehalten wird, in die genaue gewiinschte Posi- 
tion zurechtgeschoben wird. 

In der nicht vorveroffentlichten DE-OS 37 39 241 ist 
eine gegeniiber der Patentanmeldung Sho 61—30 737 
weitergebildete Vorrichtung zum Montieren von elek- 
tronischen Komponenten an einem Substrat offenbart, 
bei welcher die elektronischen Komponenten an einem 
flexiblen Klebeblatt gehalten sind, wobei in der Position, 
wo eine Komponente von dem Klebeblatt entfernt wer- 
den soil, eine Druckeinrichtung mit mindestens zwei 
Fuhrungseiementen vorgesehen ist, die so angeordnet 
sind, daB sie mindestens zwei gegenuberliegende Sei- 
tenkanten der Komponente mit sich fuhren. Die Fuh- 
rungselemente gelangen beim DurchstoBen des Klebe- 
blattes mit der betreffenden Komponente in Eingriff 
und fuhren diese auf das Substrat. Danach wird die das 
Klebeblatt mit den Komponenten tragende Einrichtung 20 
aufwarts bewegt, wodurch die von den Fuhrungseie- 
menten gehaltene Komponente von dem Klebeblatt 
entfernt wird. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung gemaB 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 derart auszu- 25 
fuhren, daB ein Brechen oder eine ahnliche Beschadi- 
gung des Halteelementes sowie ein unkontrolliertes Be- 
wegen der elektronischen Komponente wahrend des 
Niederdruckens und der Montage verhindert sind. 

Gelost wird diese Aufgabe durch die Merkmale des 30 
kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1. 

Dadurch, daB ein Halteelement in Form einer Halte- 
platte verwendet wird, ist mit Sicherheit verhindert, daB 
beim aufeinanderfolgenden Niederdriicken von elektro- 
nischen Komponenten aus den Haltelochern das Halte- 
element in irgendeiner Weise beschadigt wird, so daB 
auch die weiteren elektronischen Komponenten von der 
Halteplatte stabil gehalten sind. Weiterhin wird durch 
die gefiihrte Niederdruckbewegung der elektronischen 
Komponenten sichergestellt, daB eine unerwunschte 
Bewegung der elektronischen Komponenten nicht 
stattfindet Dadurch ist wiederum eine Montage der 
elektronischen Komponenten an genau der gewiinsch- 
ten Position gewahrleistet. 



35 



40 



23 und einer elektronischen Komponente 1 gemaB ei- 
nem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung; 

Fig. 6 einen Querschnitt der Ausfiihrungsform nach 
Fig. 5; 

Fig. 7 einen Querschnitt unter Verwendung einer an- 
deren Ausfiihrungsform von Druckstiften 23 anstelle 
der Driickstifte 23 gemaB Fig. 6; 

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht unter Darstellung 
von Druckstiften 24 und einer elektronischen Kompo- 
nente 1 nach einem anderen Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung; 

Fig. 9 einen Querschnitt der Anordnung nach Fig. 8; 

Fig. 10 und 1 1 Querschnitte unter Verwendung ande- 
rer Driickstifte 24 anstelle der Driickstifte 24 gemaB 
Fig. 9; 

Fig. 12 einen Querschnitt zur Darstellung der Monta- 
gebetriebsweise bei noch einem Ausfuhrungsbeispiel 
nach der Erfindung; 

Fig. 13 eine perspektivische Ansicht unter Darstel- 
lung von Fuhrungsstiften 25, eines Druckstiftes 26 und 
einer elektronischen Komponente im Sinne von Fig. 12; 

Fig. 14(a) eine Draufsicht zur Darstellung eines elek- 
tronischen Komponentenpacks 5 nach einem weiteren 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung; 

Fig. 14(b) eine Seitenansicht der Anordnung von 
Fig. 14(a); 

Fig. 15 eine vergroBerte ausschnittsweise Draufsicht 
rund urn ein Stuck der elektronischen Komponenten 1 
gemaB Fig. 14(a); 

Fig. 16 einen Querschnitt nach der Linie XVI-XV1 
von Fig. 15; 

Fig. 17(a) und 17(b) Querschnitte zur Darstellung der 
Betriebsweise der elektronischen Komponenten 1 ge- 
maB Fig. 16; 

Fig. 18, 19(a) und 19(b) Querschnitte zur Darstellung 
der Montagebetriebsweise unter Verwendung eines 
Klebemittels 29 anstelle des Klebeblattes 19 der Fig. 16, 
17(a) und 17(b) bei vorzugsweise sonst gleicher Be- 
triebsweise; 

Fig. 20 eine Draufsicht zur Darstellung eines elektro- 
nischen Komponentenpacks 5 nach noch einem Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erfindung; 

Fig. 21 eine ausschnittsweise vergroBerte Draufsicht 
rund urn ein Stuck der elektronischen Komponenten 1 



Eine plattenartige Schablone, in deren Lochern die 45 gemaB Fig. 20 



Komponenten gehalten werden, wird zwar auch nach 
der DE-PS 29 30 089 verwendet. Dort werden die Kom- 
ponenten aber anschlieBend in Langsrichtung in Schlit- 
ze des Substrats eingeschoben und nicht auf dessen 
Oberflache aufgesetzt, so daB die zu losenden Probleme 50 
vollig verschieden sind. 

Weiterbildungen der Vorrichtung gemaB Patentan- 
spruch 1 sind in den Unteranspruchen angegeben. 
Die Erfindung wird im folgenden anhand schemati- 



scher Zeichnungen an Ausfuhrungsbeispielen noch na- 55 Stands der Technik; 



Fig. 22 einen Querschnitt der Anordnung von Fig. 21 ; 
Fig, 23 einen Querschnitt unter Verwendung eines 
anderen elastischen Elements 49 anstelle des elastischen 
Elements 39 von Fig. 22; 

Fig. 24 einen Querschnitt unter Verwendung einer 
anderen Halteplatte 32(a) und 32(b) und eines weiteren 
elastischen Bords 59a anstelle der Halteplatte 2 gemaB 
Fig. 22 bzw. des elastischen Elements 39 von Fig. 22; 
sowie zur Veranschaulichung mindestens des internen 



her erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Ausfuhrungsbeispieis 
einer erfindungsgemaBen Vorrichtung zum Montieren 
eiektronischer Komponenten; 

Fig. 2 eine Draufsicht eines elektronischen Kompo- 
nentenpacks 5 gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung; 

Fig. 3 eine vergroBerte ausschnittsweise Draufsicht 
rund urn ein Stuck der elektronischen Komponente 1 
gemaB Fig. 2; 

Fig. 4 einen Querschnitt nach der Linie IV-IV in 
Fig. 3; 

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht von Druckstiften 



Fig. 25 einen Querschnitt durch eine konventionelle 
Vorrichtung zum Montieren eiektronischer Komponen- 
ten; 

Fig. 26 einen Querschnitt zur Darstellung einer ande- 
60 ren konventionellen Vorrichtung zum Montieren eiek- 
tronischer Komponenten; und 

Fig. 27(A), 27(B) und 27(C) Querschnitte zur Darstel- 
lung eines weiteren konventionellen Verfahrens zum 
Montieren eiektronischer Komponenten, wie es in der 
65 japanischen gepriiften veroffentlichten Patentanmel- 
dung Sho 6 1 -30 737 of fenbart ist. 

Zunachst sei ein erstes bevorzugtes Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung beschrieben. Hierbei wird das elek- 
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tronische Komponentenpack 5 gemaB der Draufsicht 
von Fig. 2 verwendet. Der elektronische Komponenten- 
pack 5 hat viele Haltelocher 3, die in der dargestellten 
Ordnung durch Ein- und Durchstanzen einer aus Hart- 
material, beispielsweise rostfreiem Stahl bzw. Edelstahl, 
gebildeten Halteplatte 2 geformt sind. Erganzend wird 
auf die vergroflerte Draufsicht eines Stiicks Haltelocher 
3 gemaB Fig. 3 und auf den Querschnitt nach der Linie 
IV-IV von Fig. 3 in Fig. 4 verwiesen. Nach der Darstel- 
lung werden halbzylindrische konkave Aussparungen 
3b an der lnnenflache des jeweiligen Halteloches 3 
paarweise und sich jeweils gegenuberliegend ausgebil- 
det, und darin werden zylindrische elastische Elemente 9 
mit etwa ihrer halben Oberflache befestigt, wobei die 
restlichen Halbteile auBen aus den konkaven Ausspa- 
rungen 3b hervorstehen. Wenn die elektronischen Kom- 
ponenten 1 in die Haltelocher 3 eingesetzt werden, wer- 
den die elastischen Elemente 9 zur Aufnahme der jewei- 
ligen elektronischen Komponente I unter Druck ge- 
setzt; dadurch wird die betreffende elektronische Kom- 
ponente 1 stabil durch die rtickstellenden elastischen 
Druckkrafte des elastischen Elements 9 gehalten. Auf 
diese Weise wird der elektronische Komponentenpack 
5 dadurch gebildet, indem elektronische Teile bzw. 
Komponenten 1 in jedem Halteloch 3 der Halteplatte 2 
gehalten werden. Weiterhin sind halbzylindrische kon- 
kave Aussparungen 3a und la einander gegenuberlie- 
gend in der Halteplatte 2 einerseits und der elektroni- 
schen Komponente 1 andererseits ausgebildet. 

Als nachstes wird eine Konstruktionsweise einer Vor- 
richtung zum Montieren elektronischer Komponenten 
anhand von Fig. 1 dargestellt, wo eine Seitenansicht die- 
ser Vorrichtung gezeigt ist. Nach Fig. 1 ist ein in X- und 
Y-Richtung bewegbarer und einstell- bzw. positionier- 
barer Tisch 12 auf der Basis 11 angeordnet; die X- und 
Y-Richtungen sind dabei senkrecht zueinander und ho- 
rizontal in bezug auf die Basis 1 1 vorgesehen. Ein Sub- 
strat 10, auf dem die elektronischen Komponenten 1 
montiert werden sollen, kann auf diesem X-Y-Tisch 12 
montiert werden. Der X-Y-Tisch 12 weist einen X-Tisch 
13, der langs der X-Richtung langs der Stange 13a gleit- 
bar gefiihrt ist, die auf der Basis 11 vorgesehen ist, und 
einen Y-Tisch 14 auf, der langs der Y-Richtung langs der 
Stange 14a gleitbar gefiihrt ist, die auf dem X-Tisch 13 
vorgesehen ist. Ein kreisfdrmiger Rahmen 15, der zum 
Halten des elektronischen Komponentenpacks 5 mittels 
einer Greifhalterung 16 dient, ist in einer horizontalen 
Richtung beweglich und urn sein Zentrum des Griffes in 
nicht dargestellter Weise drehbar vorgesehen. Ein Hal- 
terahmen 17 ist langs des X-Y-Tisches 12 vorgesehen, 
und ein Haltearm 18 des Halterahmens 17 erstreckt sich 
iiber den X-Y-Tisch. Der kreisformige Rahmen 15 ist 
drehbar an einem Ende des Haltearms 18 angeordnet, 
und eine nicht dargestellte Verzahnung, welche rund urn 
den kreisformigen Rahmen 15 geformt ist, steht in Ein- 
griff mit einem Ritzel 8, das durch einen Antriebsmotor 
20 in Drehung versetzt werden kann. Der Halterahmen 
17 weist einen Y-Richtungsgleiter oder -schlitten 21, der 
langs einer Y-Richtungsstange 21a auf der Basis 11 be- 
wegbar ist, und den Haltearm 18 auf, welcher langs einer 
X-Richtungsstange 18a beweglich ist, die auf dem 
Y-Richtungsgleiter oder -schlitten 21 vorgesehen ist. Ei- 
ne Druckwelle 22, die sich erheben und absenken ober- 
halb eines Zentrums des X-Y-Tisches 12 und um eine 
Achse desselben drehen kann, ist oberhalb des kreisfor- 
migen Rahmens 15 vorgesehen, und ein Paar Druckstif- 
te 23 steht dabei vom unteren Ende der Druckwelle 22 
hervor. Die Fig. 5 und 6 zeigen dabei perspektivische 



Ansichten bzw. einen Querschnitt der druckausubenden 
Driickstifte 23 bzw. der elektronischen Komponente I. 
GemaB der Darstellung haben die Driickstifte 23 einen 
nach unten abwarts versetzten Teil 23a an ihrem unte- 

5 ren Ende zum Eingriff mit und driickendem Angriff an 
einer oberen Oberflache der elektronischen Kompo- 
nente 1 sowie einen sich verjungenden oder konischen 
Teil 23b an ihrem weiter unteren Ende zum Zwecke der 
Positionierung durch Angriff an den semizylindrischen 

io konkaven Ausnehmungen la, die an beiden Enden der 
elektronischen Komponente 1 ausgebildet sind 

Nun soil die Montageprozedur der elektronischen 
Komponente 1 unter Bezug auf die Vorrichtung nach 
Fig. 1 beschrieben werden. 

15 Zunachst bewegt sich der X-Y-Tisch 12, auf dem das 
Substrat 10 befestigt ist, in eine Position, bei der die 
elektronische Komponente 1 unter einem bzw. dem 
Zentrum der Druckwelle 22 positioniert ist. Danach 
streicht eine nicht dargestellte Klebemittelaufstrei- 

20 cheinrichtung Klebemittel oder eine Lotpaste auf eine 
Position, wo die elektronische Komponente 1 auf dem 
Substrat 10 montiert werden soil. Dann wird der Halte- 
rahmen 17 angetrieben, um so den kreisformigen Rah- 
men 15 zu bewegen. Dadurch wird eine elektronische 

25 Komponente 1, die fur die Montage aus vielen elektro- 
nischen Komponenten 1 ausgesondert ist, die in dem 
elektronischen Komponentenpack 5 gehalten werden, 
gerade unter die Druckwelle 22 bewegt, so daB ein bzw. 
das Zentrum der elektronischen Komponente mit der 

30 Vertikalachse der Druckwelle 22 koinzidiert. Zur glei- 
chen Zeit wird der Montagewinkel der elektronischen 
Komponente 1 durch entsprechende Drehung des kreis- 
formigen Rahmens 15 bestimmt. Weiterhin wird die 
Druckwelle 22 so gedreht, daB sie mit dem Winkel der 

35 elektronischen Teile bzw. der elektronischen Kompo- 
nenten 1 koinzidiert. Dann wird die Druckwelle 22 ab- 
gesenkt und ihre Driickstifte 23 driicken die elektroni- 
sche Komponente 1 aus dem Halteloch 3 heraus, wo- 
nach die elektronische Komponente 1 direkt auf dem 

40 Substrat 10 montiert wird. Wie in den Fig. 5 und 6 dar- 
gestellt ist, beruhren zu dieser Zeit die sich verjungen- 
den Teile 23b der Driickstifte 23 die halbzylindrischen 
konkaven Aussparungen la der elektronischen Kompo- 
nente 1 so, daB diese in die gewunschte korrekte Posi- 

45 tion gefiihrt wird, wahrend der versetzte Teil 23a jeweils 
dieselbe elektronische Komponente 1 aus dem Halte- 
loch 3 herausdriickt. Dadurch kann die elektronische 
Komponente 1 zur gleichen Zeit auf dem Substrat 10 
positioniert und montiert werden. 

50 Wenn ein langer Abstand zwischen dem Substrat 10 
und der Halteplatte 2 besteht, kann dariiber hinaus eine 
nicht dargestellte Saugdiise an der Druckwelle 22 zum 
Ansaugen der elektronischen Komponente 1 vorgese- 
hen sein. 

55 In dem beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel besitzen 
die Driickstifte 23 jeweils den versetzten Teil 23a und 
den sich verjungenden Teil 23b zum Zwecke des Drtik- 
kens bzw. Positionierens der jeweiligen elektronischen 
Komponente 1. Wie jedoch in Fig. 7 gezeigt ist, kann 

6o man gleichermaBen einen Dnickstift 23 verwenden, der 
einen langen sich verjungenden Teil 23c hat, um sowohl 
zum Driicken als auch zum Positionieren zu dienen. 

Als nachstes wird eine zweite Ausfuhrungsform der 
Erfindung anhand der eine perspektivische bzw. eine 

65 querschnittmaBige Darstellung bietenden Fig. 8 und 9 
beschrieben. Bei dieser zweiten Ausfuhrungsform be- 
sitzt die elektronische Komponente 1 keine konkave 
Aussparung wie die Aussparung la gemaB Fig. 5, und 
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die Druckwelle 22 (vgl. Fig. 1) besitzt vier Druckstifte oben gerichtet ist. Dadurch ist der elektronische Kom- 

24, die jeweils einen nach unten versetzten Teil 24a zum ponentenpack5 gebildet 

Angreifen und Drucken an vier Oberflachen der elek- Nunmehr sei die Montageprozedur der elektroni- 

tronischen Komponente t sowie jeweils einen verjung- schen Komponente 1 unter Bezug auf die Fig. 17(a) und 

ten Teil 24b zum Posiiionieren der elektronischen Kom- 5 17(b) beschrieben. Wie in Rg. 17(a) dargestellt ist, be- 

ponente 1 haben. Wenn die Druckwelle 22 in der Anord- sitzt der Druckstift 23 den nach unten versetzten Teil 

nung nach Fig. t abgesenkt wird, drucken die Driickstif- 23a an seinem unteren Ende und den sich verjungenden 

te24die jeweilige elektronische Komponente 1 ausdem bzw. konischen Teil 23b an seinem noch weiter unten 

Halteloch 3 heraus und positionieren dieselbe in eine liegenden Ende. Wenn die Druckwelle 22, wiederum in 

korrekte Montagestellung auf dem Substrat 10. Bei die- to Obereinstimmung mit Fig. l f abgesenkt wird, brechen 

sem Ausfiihrungsbeispiel konnen auch verschiedene die Druckstifte 23 durch das Klebeblatt 19 und drucken 

Varianten der Druckstifte 23 Verwendung finden, wie die elektronische Komponente aus den Haltelochern 3 

dies an den Fig. 10 und 11 veranschaulicht wird. Das heraus, und dadurch wird die elektronische Komponen- 

bedeutet. daB z.B. die Druckstifte 24 gemaB Fig. 10 ei- te 1 direkt auf das Substrat 10 gemaB Rg. 17b montiert 

nen Positionierungsteii 24c besitzen, der rechtwinklig zu 15 Zu dieser Zeit druckt der versetzte Teil 23a der Driick- 

dem versetzten Teil 24a angeordnet ist. und zwar anstel- stifte 23 die obere Oberflache der elektronischen Kom- 

le eines verjungenden Teils, wie dem Teil 24b nach ponente aus dem Halteloch 3 unter Oberwindung der 

Rg. 8; und die Druckstifte 24 nach Rg. 11 besitzen nur Klebekraft auf dem Klebeblatt 4, und der sich verjiin- 

einen einzigen sich verjungenden bzw. konischen Teil gende Teil 23b kommt mit den halbzylindrischen konka- 

24d, urn sowohl druckende Kraft auf die elektronische 20 ven Aussparungen la der elektronischen Komponente 1 

Komponente 1 auszuuben als auch diese positionieren in Eingriff, so daB dadurch die elektronische Kompo- 

zu konnen. nente 1 zur gleichen Zeit positioniert und montiert auf 

Als nachstes wird eine dritte Ausfuhrungsform der dem Substrat werden kann. Wenn das Substrat 10 er- 

Erfindung unter Bezug auf die Rg. 12 und 13 beschrie- heblichen Abstand von der Halteplatte 2 hat, kann wie- 

ben, die jeweils eine querschnittsmaBige bzw. perspekti- 25 derum eine nicht dargestellte Saugduse zum Ansaugen 

vische Ansicht wiedergeben. Bei diesem Ausfiihrungs- der elektronischen Komponente 1 oder ein ebenfalls 

beispiel weist die Druckwelle 22 Fuhrungsstifte 25 auf, nicht dargestellter FQhrungsstift zum gleitenden Fuhren 

die mit den halbzylindrischen konkaven Ausnehmungen der elektronischen Komponente 1 nach unten vorgese- 

la in Eingriff kommen, die an der elektronischen Kom- hen sein, und zwar unter Eingriff mit den halbzylindri- 

ponente 1 ausgebildet sind, und diese gleitend von dem 30 schen konkaven Aussparungen la, die an der Druckwel- 

Halteloch 3 zu dem Substrat zur korrekten Montage auf le 22 im Sinne von Rg. 1 vorgesehen sein konnen. 

dem Substrat 10 fuhren; dabei ist auBerdem ein Druck- Als nachstes sei eine funfte Ausfuhrungsform der Er- 

stift 26 zum Herausdriicken der elektronischen Kompo- findung anhand der Rg. 18, 19(a) und 19(b) beschrieben. 

nente aus dem Halteloch 3 an der Druckwelle 22 vorge- Der wesentliche Unterschied zwischen dieser Ausfiih- 

sehen. Wenn die Druckwelle 22 abgesenkt wird, dringen 35 rungsform und der zuletzt vorher beschriebenen Aus- 

die Fuhrungsstifte 25 an dem Teil zwischen den konka- fuhrungsform besteht darin, daB eine Lage Klebmittel 

ven Aussparungen 3a des Halteloches 3 und den konka- 29 zum Halten der elektronischen Komponente 1 an- 

ven Aussparungen 1 a der elektronischen Komponente 1 stelle des Klebeblattes 19 der Rg. 1 7(a) verwendet wird 

ein, bis deren beide Enden das Substrat 10 beruhren. Nach Rg. 18 wird die Halteplatte 2. in der die Haltelo- 

Indem man vorsieht, daB der Druckstift 26 aus der 40 cher 3 durch Lochen oder Stanzen geformt sind, auf den 

Druckwelle 22 hervorsteht, wird danach die elektroni- Tisch 6 gelegt, und die elektronischen Komponenten 1 

sche Komponente aus dem Halteloch 3 herausgedruckt werden jeweils in jedes Halteloch 3 so eingesetzt, daB 

und in korrekter Weise auf dem Substrat 10 montiert, ihre zur Montage dienenden Oberflachen dem Tisch 6 

wobei sie sowohl abgestutzt als auch gefuhrt durch die zugewandt sind. Danach wird das Klebemittel 29 auf 

Fuhrungsstifte 25 ist. 45 ziemlich alle Flachen der Oberseite der Halteplatte 2 

Nunmehr sei eine vierte Ausfuhrungsform unter Be- aufgestrichen, um so die Lage aus Klebemittel zu bilden. 

zug auf die Rg. 14(a) und 14(b) beschrieben, die jeweils Nach Trocknung halt die Lage oder Schicht von Klebe- 

eine Draufsicht bzw. eine Seitenansicht des elektroni- mittel 29 die elektronischen Komponenten 1, wodurch 

schen Komponentenpacks 5 zeigen. Diese Ausfiihrungs- der elektronische Komponentenpack gebildet wird. 

form ist dadurch gekennzeichnet, daB ein Klebeblatt 19 50 Zum Montieren dieser elektronischen Komponenten 1 

an eine Seite 2a der Halteplatte 2 haftend gebunden auf das Substrat 10 wird der elektronische Komponen- 

bzw. angeklebt ist, um die elektronischen Komponenten tenpack 5 so gehalten, daB die Position der Schicht Kle- 

1 anstelle eines solchen elastischen Elements 9 zu halten, bemittel 29 nach oben gerichtet ist, so daB sie dem Sub- 

wie dieses bei den vorherbeschriebenen Ausfiihrungs- strat 10 gegenuberliegt. Ahnlich dem vorbeschriebenen 

beispielen vorgesehen war. Fig. 15 zeigt dabei in einer 55 Ausfiihrungsbeispiel brechen die Druckstifte 23 dann, 

vergroBerten Teildraufsicht ein Stuck der elektroni- wenn die Druckwelle 22 im Sinne von Rg. 1 abgesenkt 

schen Komponente 1 und Fig. 16 zeigt einen Quer- wird, durch die Schicht Klebemittel 29 hindurch und 

schnitt nach der Linie XVI-XVI von Fig. 15. GemaB der drucken die elektronische Komponente 1 aus dem Hal- 

Darstellung sind halbzylindrische konkave Ausnehmun- teloch 3; dadurch kann die elektronische Komponente 1 

gen 3a und la einander gegenuberliegend in der Halte- 60 auf das Substrat 10 so montiert werden, wie dies in den 

platte 2 bzw. der elektronischen Komponente 1 ge- Fig. 19(a) und 19(b) veranschaulicht ist. In bezug auf die 

formt. GemaB Rg. 16 ist das Klebeblatt 19 an der einen elektronische Komponente bietet diese Ausfuhrungs- 

Seite 2a der Halteplatte 2 klebend oder sonst haftend form noch den Vorteil, daB die Oberflache, die nach 

angebracht, und die beiden Elemente 2 und 19 (Halte- Durchfuhrung der Montage der Kontaktflache des Sub- 

platte und Klebeblatt) werden auf einen Tisch 6 gelegt 65 strats 10 entgegengesetzt gerichtet ist, durch eine 

mit dem Klebeblatt 19 zuunterst. Dann wird die jeweili- Schutzschicht oder Schutzlage geschiitzt ist, namlich die 

ge elektronische Komponente 1 in jedes Halteloch 3 so Lage aus Klebstoff 29. 

eingelegt, daB die Oberflache ihrer Montageseite nach SchlieBlich sei ein sechstes Ausfiihrungsbeispiel der 
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Erfindung beschrieben. Hierbei wird Bezug genommen 
auf die Fig. 20, die eine Draufsicht des elektronischen 
Komponentenpacks 5 zeigt, sowie Fig. 21 und 22, die 
jeweils eine vergroflerte Teilansicht bzw. eine Seitenan- 
sicht rund urn ein Stuck der elektronischen Komponen- 5 
te 1 zeigen. Diese Ausfuhrungsform istdadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Gummiauskleidung als elastisches 
Element 39 an einer Innenumfangsflache des Haltelochs 
3 anstelle des halbzylindrischen elastischen Elements 9 
gemaB Fig. 3 oder des Klebeblatts 19 gemaB Fig. 16 10 
vorgesehen ist. GemaB Fig. 21 haftet die als elastisches 
Element 39 dienende Gummiauskleidung durch Verkle- 
ben oder anderweitig an der Innenflache des Haltelochs 
3, wodurch ein elastisches Element 39 zum Halten je- 
weils einer elektronischen Komponente 1 geformt wird. 15 
Eine durchgehende Offnung, die durch die Innenum- 
fangsflache des elastischen Elements 39 gebildet wird, 
ist ein wenig enger oder kleiner als eine darin zum Ein- 
griff kommende Konfiguration der elektronischen 
Komponente 1, urn beim Einsetzen der Komponente t 20 
haltenden, insbesondere reibschlussig haltenden, Reak- 
tionsdruck ausuben zu konnen. Dadurch wird die elek- 
tronische Komponente 1 durch Ruckdruckkrafte des 
elastischen Elements 39 stabil gehalten. Ferner sind 
Ausschnitte 39a in vier Ecken des elastischen Elements 25 
39 geformt, so daB die elektronische Komponente 1 
reibungsarm, ruhig bzw. stoBfrei glatt eingefuhrt wer- 
den kann. AuBerdem ist ein sich verjungender oder ko- 
nischer Teil 39b vorgesehen, der die durchgehende Off- 
nung graduell nach oben hin vergroBert und am inneren 30 
oberen Ende des elastischen Elements 39 geformt ist. 
Dadurch ist der elektronische Komponentenpack 5 ge- 
bildet. Bei dieser Ausfuhrungsform konnen gleicherma- 
Ben verschiedene Variationen des elastischen Elements 
39 verwendet werden, wie dies anhand der Fig. 23 und 35 
24 veranschaulicht wird. Nach Fig. 23 besitzt das elasti- 
sche Element 49 Enden 49a und 49b, welche oben und 
unten hervorragen und in Eingriff kommen mit der 
Ober- und der Unterseite der Halteplatte 2. GemaB 
Fig. 24 weist die Halteplatte 32 eine elastische Zwi- 40 
schenschicht 59b und ein Paar Hartmaterialschichten 
oder -lagen 32a und 32b auf, wobei die elastische Schicht 
oder Lage 59 und die Hartmaterialschichten bzw. -lagen 
32a und 32b miteinander durch Kleben oder eine andere 
Haftung zu einem Kbrper verbunden sind. Die elasti- 45 
sche Schicht 59 ragt ein wenig aus dem Halteloch 13 mit 
einem inneren Bord 59a heraus in das Halteloch 3, das 
durch die Hartmaterialschichten 32a und 32b zum Hal- 
ten der elektronischen Komponente 1 gebildet ist 

Unter den beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen 50 
konnen die dargesteltten Mittel ausgetauscht werden, 
soweit dies technisch moglich ist. Das gilt beispielsweise 
sowohl fur die Zahl der verwendeten Driickstifte als 
auch ihre Ausbildung, fur zusatzlich gegebenenfalls vor- 
handene Saugdusen und/oder Fuhrungsstifte sowie fur 55 
die Gestaltung der Aufnahmelocher der Aufnahmeplat- 
te, z.B. mit verschiedenartigen elastischen Elementen, 
als auch die jeweils angepaBten MaBnahmen danach, ob 
die jeweilige elektronische Komponente die beschrie- 
benen entgegengesetzten konkaven Aussparungen hat 60 
oder nicht 

Patentanspruche 



teten Tisch (12) zum Auflegen des Substrats 
(10), 

— ein Halteelement (2). welches Ober dem 
Tisch (12) angeordnet werden kann und eine 
Vielzahl von Haltelochern (3) aufweist, in de- 
nen jeweils eine elektronische Komponente (1) 
gehalten ist; und 

— eine Druckeinrichtung (23; 24; 26), die ober- 
halb des Halteelementes (2) angeordnet und 
auf und ab bewegt werden kann, um eine der 
elektronischen Komponenten (1) aus ihrem 
Halteloch (3) auf das Substrat (10) niederzu- 
driicken, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Halteelement 
eine starre Platte (2) ist und daB die Druckeinrich- 
tung zum Drucken und Fuhren der elektronischen 
Komponenten (1) einen Druckteil (26), der mit der 
oberen Flache der elektronischen Komponente (1) 
in Eingriff bringbar ist, und wenigstens zwei Fiih- 
rungsteile (25) aufweist, die so angeordnet sind, daB 
sie mindestens zwei gegenuberliegende Seitenkan- 
ten der elektronischen Komponente (1) zwischen 
sich fuhren. 

2. Vorrichtung nach Anspruch l t dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Fuhrungsteile Stifte sind. 

3. Vorrichtung nach Anspruch I oder 2, gekenn- 
zeichnet durch eine Einrichtung (13a, 4a, 18a, 21a), 
um wenigstens zwei der nachfolgend genannten 
Mittel, namlich den Tisch (12), die Halteeinrichtung 
(17) und die Druckeinrichtung (23) in zwei horizon- 
talen Richtungen im rechten Winkel zueinander zu 
bewegen, um die ausgewahlte elektronische Kom- 
ponente (1) und die Druckeinrichtung (23; 24; 26) 
mit der Position vertikal auszurichten, an welcher 
die elektronische Komponente (I) auf dem Substrat 
(10) montiert werden soil. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
gekennzeichnet durch elastische Mittel (9; 39), die 
zwischen jeder elektronischen Komponente (1) und 
der inneren Umfangsflache des Loches (3) angeord- 
net sind, in welchem die elektronische Komponente 
(1) gehalten ist 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB an der oberen Flache 
der Halteplatte (2) ein Klebmittel (19; 29) vorgese- 
hen ist, welches mit jeder elektronischen Kompo- 
nente (1) in Eingriff tritt, um diese in ihrem Loch (3) 
zu halten. 



Hierzu 1 1 Seite(n) Zeichnungen 



1. Vorrichtung zum Montieren elektronischer 65 
Komponenten auf der Oberflache eines Substrats, 
umfassend 

— einen im wesentlichen horizontal ausgerich- 
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